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EV Group (EVG) について

EV Group (EVG) は、最先端および将来の半導体設計や集積化スキームに対応する、革新的なプロセスソリューションと専門知識を提供して
います。
ウェーハ接合、リソグラフィ、薄ウェーハ処理、計測などのEVGの量産対応製品は、半導体製造前工程におけるスケーリング、3D集積、先端パッ
ケージング、ならびに各種エレクトロニクスやフォトニクス・アプリケーションの発展を支えています。
EVGは、オーストリア本社をはじめ、北米、そしてアジア（日本法人であるイーヴィグループジャパンを含む）に最先端のアプリケーションラボ
とクリーンルームを有し、開発初期段階からお客様の製造ラインへの最終導入に至るまで、世界中の研究開発や製造に関わるお客様やパー
トナー企業に、EVGの最先端のプロセス専門知識を提供しています。
1980年に設立されたEVGは、米国、日本、韓国、中国、台湾、シンガポールに支社を構え、現在では全世界で1600人以上の従業員を擁していま
す。また、グローバルなサービスネットワークにより、世界中のお客様と技術パートナーを支援しています。

企業理念

invent – innovate – implement
発明、革新、実現
Triple-iと称されるEVGの哲学の源は、全社員によって注がれる新技術の開発・革新、そしてあら
ゆる国境、障壁を超える実行力への弛まない情熱です。「新技術の探求、そして、マイクロ・ナノ加
工技術の次世代アプリケーションを提供する先駆者であり続ける」というビジョンのもと、私たち
は独自の技術を以って、お客様の新規製品開発と商品化をサポートします。
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“Invent”（発明）、”Innovate”（革新）、そ
して”Implement”（実現）というTriple-i 
哲学に忠を尽くしたリソグラフィ、ウェー
ハ接合、そして測定などのEVGのコア
技術は、最先端マイクロ・ナノテクノロジ
ーデバイス開発のブレイクスルーとなっ
て、コスト効率化とともに高い歩留まりを
実現する量産向け製造工程を可能にし
ています。

コア技術

レジストプロセス
半導体製造工程において、最も頻度の高
いプロセスとなるレジスト塗布とパター
二ング処理

ナノインプリント・リソグラフィ（NIL）- 
SmartNIL®
量産向け大面積ソフトUVナノインプリン
ト・リソグラフィプロセス

ウェーハレベル・オプティクス（WLO）
ステップ＆リピート方式マスタリング、レ
ンズ成形、ナノインプリント・リソグラフ
ィやスタッキングなど、市場を牽引する
WLO 向け装置ポートフォリオ

光リソグラフィ
光リソグラフィ工程に求められる各種要
件を満たす、充実した技術ポートフォリ
オ

MLE™ マスクレスリソグラフィ
従来のマスク露光を超えた、デジタルリ
ソグラフィ技術への進化

仮接合・剥離
3次元実装向け裏面プロセスを可能にす
る仮接合と剥離技術

共晶接合
信頼性の高い気密封止のための共晶ウ
ェーハ接合

液相拡散（TLP）接合
液相拡散（TLP）接合による低温メタルウ
ェーハ接合

陽極接合
中間層なしのSi-ガラス接合向け陽極接
合

金属拡散接合
緻密な接合界面における高精度位置合
わせのための金属拡散接合

フュージョン / ハイブリッド接合
先端基板製造と3次元実装向けフュージ
ョン/ハイブリッド接合

ComBond®
超高真空ウェーハ接合技術

ダイ・トゥ・ウェーハ向けハイブリッド・フュ
ージョン接合
一括式または直接配置式ダイ・トゥ・ウェ
ーハ接合

検査・計測
リソグラフィと接合のためのプロセス制
御と最適化



ウェーハ接合技術

EVGは、精密なウェーハ接合装置の設計と製造における豊富な実績を背景に、ウェーハ接合技術の業界
標準を築いてきたことで広く知られています。 EVGウェーハ接合装置は、研究開発から試作、量産に至るま
で対応可能であり、直接接合（高度な低温共有結合を含む）や中間層を用いた接合プロセス向けに、必要
なモジュールを柔軟に組み合わせることができます。 また、EVGは幅広い技術と装置ポートフォリオにより、
先端パッケージング、3D集積化、MEMS製造、ならびに先端化合物半導体やSOI基板製造といった市場に
対応し、業界をリードする地位と高い市場シェアを確立しています。

永久接合装置
ウェーハの位置合わせと接合工程を分けて行うEVGのウェーハ接合のアプローチは瞬く間に市場に革
命をもたらしました。制御雰囲気下で加熱し、高荷重を加えるこの接合方法は今や業界標準となり、出荷
チャンバー数は1500台を超え、それらを備えるEVGのウェーハ接合装置は半自動・全自動ともに圧倒的
なマーケットシェアを誇っています。EVGのウェーハ接合装置は最適な総所有コストと接合歩留まりを実
現します。業界をリードする100nm未満のアライメント精度と量産実績を持つモジュール式プラットフォ
ームにEVGのウェーハ接合技術を組み合わせることで、MEMS製造、3次元集積化や先端パッケージン
グ向けアプリケーションなど様々な用途に用いることができます。

仮接合・剥離装置
仮接合は3D ICs、パワーデバイスやファンアウト・ウェーハレベル・パッケージング（FoWLP）ウェーハ、
そして化合物半導体などの薄化済みまたは薄化される基板を安全に処理するため、機械的にサポートす
る重要なプロセスです。 壊れやすいデバイスウェーハを接着剤などの中間層を用いて支持基板と仮接合
することによって、その後の工程へ処理を進めることが可能になります。
そして、これらのクリティカルな工程を終えた後、支持基板を剥離、という工程になっています。
2001年に初リリースされた仮接合装置は、EVG創業以来蓄積されたウェーハ接合のノウハウのすべて
が反映されています。

ボンドアライメント装置
EV Groupは1985年に世界初の両面アライメント装置を発明し、MEMS技術に革命をもたらし、ウェー
ハの位置合わせと接合の工程を分離することでボンドアライメントプロセスの世界的な業界標準を確立
しました。
このプロセスによって、より柔軟で汎用性の高いウェーハ接合プロセスを実現しています。
EVGのボンドアライメント装置は、モジュールごとのアップグレードが可能となっています。最高レベル
のアライメント精度、柔軟性、使いやすさを提供するその性能は高スループットが求められる多くの製造
ラインで認定されています。EVGのボンドアライメント装置は、どんなに厳しいアライメントプロセス要
件にも対応できる精度を有しています。

フュージョン / ハイブリッド接合装置
フュージョン/ウェーハ直接接合は、それぞれのウェーハ界面の絶縁膜を介した永久接合を可能にし、各
種の先端/複合基板の製造や裏面照射型CMOSイメージングセンサーに代表されるレイヤー・トランス
ファーアプリケーションに用いられています。
フュージョン接合技術をさらに発展させたハイブリッド接合は、各ウェーハ表面に埋め込まれた金属パッ
ド部同士まで一括で接合することを可能にしました。 
ウェーハ・トゥ・ウェーハ（W2W）やダイ・トゥ・ウェーハフュージョン/ハイブリッド接合用の主要なアプリ
ケーションとしては、先端3Dデバイス積層とヘテロ集積などがあります。

検査・計測装置

計測は、半導体製造プロセスを制御・最適化し、最大の歩留りを得るために欠かすことのできない技術で
す。フィードバックループを装置に実装することで、プロセスの制御とパラメータ補正の両方が有効になり、
より厳しいプロセス要件への対応が可能になります。

EVGの計測ソリューションは非破壊測定方法を採用しており、リソグラフィおよびすべてのタイプの接合
アプリケーション向けに設計されています。EVGの検査・計測器は、統合型全自動装置の一部として組み
込むタイプ、または、複数の工程で使用可能なスタンドアローンタイプがあり、お客様の用途に応じて選
択することができます。
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EV Group (EVG) について

EV Group (EVG) は、最先端および将来の半導体設計や集積化スキームに対応する、革新的なプロセスソ
リューションと専門知識を提供しています。
ウェーハ接合、リソグラフィ、薄ウェーハ処理、計測などのEVGの量産対応製品は、半導体製造前工程にお
けるスケーリング、3D集積、先端パッケージング、ならびに各種エレクトロニクスやフォトニクス・アプリケー
ションの発展を支えています。
EVGは、オーストリア本社をはじめ、北米、そしてアジア（日本法人であるイーヴィグループジャパンを含む）
に最先端のアプリケーションラボとクリーンルームを有し、開発初期段階からお客様の製造ラインへの最
終導入に至るまで、世界中の研究開発や製造に関わるお客様やパートナー企業に、EVGの最先端のプロ
セス専門知識を提供しています。
1980年に設立されたEVGは、米国、日本、韓国、中国、台湾、シンガポールに支社を構え、現在では全世界で
1600人以上の従業員を擁しています。また、グローバルなサービスネットワークにより、世界中のお客様と
技術パートナーを支援しています。

マスクアライメント装置
最大300mmまでのさまざまなサイズ・形状・厚さのウェーハや各種基板の処理が可能な。 EVGのマスク
アライメント装置は、先端アプリケーションに対応した自動化と研究開発用途のための柔軟性を備えた
高度なソリューションの提供を目指しています。

マスクレス露光装置
マスクレス露光装置は全く新しいプラットフォームを有するEVGのリソグラフィ装置です。
量産向けとしては世界初の拡張性の高いマスクレスリソグラフィ技術であるMLEは、柔軟な特性を生か
して、新規デバイスの開発サイクルを最短のものにします。

レジストプロセス装置
レジストプロセス装置であるEVG100シリーズは、フォトレジスト塗布と現像に求められる品質と柔軟性
に関する新たな基準を確立しました。

リソグラフィ・トラックシステム
マスクアライメント・露光など高次元の前処理・後処理を一括して自動で行える完全統合型製造装置であ
るトラッキングシステムは、EVGリソグラフィ技術の集大成であると言えます。

ナノインプリント・リソグラフィ（NIL）装置

EVGは、ナノインプリント・リソグラフィ（NIL）装置とその実装技術において、市場をリードするサプライヤ
ーです。 15年以上の研究を積み重ね、2インチの化合物半導体ウェーハから300mmウェーハ、さらには大
面積パネルに至るまでのNIL技術を確立し、その技術は今日、さまざまな基板サイズでの量産向けに使用
されています。NILは、バイオMEMS、マイクロ流路デバイス、エレクトロニクス、そして近年では回折光学
素子を用いた様々な商用アプリケーション向けにナノメートルスケールの解像度パターンを生成するため
の最も有望で費用対効果の高いプロセスです。

UV-NIL / SmartNIL®装置
EV Group はシングルステップインプリント装置、大面積対応インプリント装置、そして思い通りのマスタ
ー製作が可能なステップ＆リピート方式の装置など、UVナノインプリント・リソグラフィ技術（UV-NIL）に
関する製品を取り揃えています。  

ホットエンボス装置
EV Groupの高精度ホットエンボス装置シリーズは、市場をリードするEVGのウェーハ接合技術がベー
スになっています。
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レジストプロセス装置

EVG®101 
レジストプロセス装置
300mmまでの基板に対応

EVG®105
ベークモジュール
300mmまでの基板に対応

マスクアライメント装置

EVG®610 
マスクアライメント装置 
200mmまでの基板に対応

UVナノインプリント・リソグラフィ/ SmartNIL®装置

HERCULES® NIL
統合型SmartNIL® UV-NIL装置
200mmまでの基板に対応

HERCULES® NIL 
全モジュール統合型SmartNIL® UV-NIL装置
300mmまでの基板に対応

UVナノインプリント・リソグラフィ/ SmartNIL®装置

EVG®620 NT 
SmartNIL® UV-NIL装置
150mmまでの基板に対応

EVG®620 NT  
マスクアライメント装置（自動 / 半自動）
150mmまでの基板に対応

EVG®610 
UV-NIL装置
150mmまでの基板に対応
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LITHOGRAPHY

LITHOGRAPHY

EVG®120 
全自動レジストプロセス装置
200mmまでの基板に対応

EVG®150 
全自動レジストプロセス装置
300mmまでの基板に対応

リソグラフィ・トラックシステム

HERCULES®
リソグラフィ・トラックシステム
300mmまでの基板に対応

LITHOSCALE®  XT
マスクレスリソグラフィ装置
300mmまでの基板に対応

EVG®6200 NT  
マスクアライメント装置（自動 / 半自動）
200mmまでの基板に対応

EVG®7300 
全自動SmartNIL® UV-NIL装置
300mmまでの基板に対応

EVG®7200 LA
大面積SmartNIL® UV-NIL装置
550mm x 650mmまでの基板に対応 
(Gen 3)

EVG®720 / EVG®7200
全自動SmartNIL® UV-NIL装置
200mmまでの基板に対応

EVG®6200 NT 
SmartNIL® UV-NIL装置
200mmまでの基板に対応

EVG®770 NT 
ステップ＆リピートNIL装置
370mm x 470mmまでの基板に対応 
(Gen 2)

MLE™ 装置

LITHOSCALE® 
マスクレスリソグラフィ装置
300mmまでの基板に対応



永久接合装置

EVG®501 / EVG®510  
ウェーハ接合装置
200mmまでの基板に対応

EVG®520 IS 
ウェーハ接合装置
200mmまでの基板に対応

EVG®540
全自動ウェーハ接合装置
300mmまでの基板に対応

EVG®560 
全自動ウェーハ接合装置
300mmまでの基板に対応

仮接合・剥離装置

EVG®805  
剥離装置
300mmまでの基板に対応

EVG®850 TB / DB 
全自動仮接合 / 剥離装置
300mmまでの基板に対応

ボンドアライメント装置

EVG®610 BA
ボンドアライメント装置
200mmまでの基板に対応

EVG®850 LT
全自動量産用SOI/直接接合装置
300mmまでの基板に対応

EVG®810 LT LowTemp™
プラズマ活性化装置
300mmまでの基板に対応

BONDSCALE® 
全自動量産用フュージョン接合装置
300mmまでの基板に対応

EVG®320 D2W 
全自動接合界面活性化 / ダイ・トゥ・ウェーハ
高精度配置装置
300mmまでの基板に対応

GEMINI® FB D2W
全自動統合型ダイ・トゥ・ウェーハ接合装置
300mmまでの基板に対応

EVG®301  
枚葉式ウェーハ洗浄装置
300mmまでの基板に対応

EVG®320
全自動枚葉式ウェーハ洗浄装置
300mmまでの基板に対応

フュージョン/ハイブリッド接合装置

フュージョン/ハイブリッド接合装置 計測装置

EVG®20
IR検査装置
300mmまでの基板に対応

ダイ・トゥ・ウェーハ接合装置

EVG®880 LayerRelease™ 
300 mm基板向け全自動レイヤー剥離装置

BONDING

BONDING



ComBond® 
全自動高真空ウェーハ接合装置
200mmまでの基板に対応

GEMINI® 
全自動量産用ウェーハ接合装置
300mmまでの基板に対応

EVG®620 BA / EVG®6200∞ BA 
全自動ボンドアライメント装置
200mmまでの基板に対応

SmartView® NT 
ボンドアライメント装置（ユニバーサルア
ライメント）
300mmまでの基板に対応

BONDING

BONDING

BONDING

BONDING

BONDING
BONDING

BONDINGBONDINGBONDING

BONDING
EVG®40 NT / NT2 / D2W
全自動測定装置
300mmまでの基板に対応

EVG®50
全自動測定装置
300mmまでの基板に対応

www.EVGroup.com
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EVG®850
全自動量産用SOI接合装置
300mmまでの基板に対応

GEMINI® FB 
全自動量産用フュージョン接合装置
300mmまでの基板に対応



プロセステクノロジー

オーストリア本社に加え、アメリカ支社、そして日本支社に最先端のアプリケーションラボを備えるEV Groupは、世界中のR&Dや製造に関
わるお客様、そしてビジネスパートナーの皆様に対し、当社の卓越したプロセス専門知識を提供することに全力を注いでいます。
私たちのプロセス開発チームは、プロセス開発の初期段階から生産現場への最終的なプロセス移管までお客様と協力して行い、EVG装置
によるデモンストレーションや実証実験、そして市場投入までの時間を短縮するための小中規模試作品生産など、多岐に亘るサービスでお
客様の新製品開発をサポートします。
また、EVGのプロセステクノロジービジネスユニットは、私たちとお客様に新たな市場開拓をもたらすベースラインプロセスを探求・開発す
るために、独自の研究活動を展開しています。この活動のためには、材料メーカーなどとのパートナーシップが不可欠であり、共に新しいプ
ロセスや機能拡張・開発の最適化を図っています。

プロセス開発サービス

EV Groupは数十年に及ぶ経験により培われた包括的なプロセス知識を有し、その知見は、プロセス開発の初期段階から、最終目的である量
産展開に至るまで、お客様に便益と優位性をもたらしています。オーストリア本社のほかに、アメリカ支社、そして日本支社に最先端のアプリケ
ーションラボを構え、成長を続ける世界中のお客様に対して、EV Groupはどの段階においても卓越したプロセスの専門知識を提供できるよ
う、全力を注いでいます。 私たちが、お客様の初期開発からお客様のサイトへの技術移管まで一貫したサポートを行うのは、お客様の製品を最
短で市場に展開するためには、プロセスノウハウこそが「鍵」であることを理解しているからです。

EVG® NILPhotonics® コンピテンスセンター
革新的フォトニックデバイスの開発・製造を実現
EVGのNILPhotonicsコンピテンスセンターは、EVGが長年の経験から得
たプロセスノウハウとEVG製装置を活用し、多様化するフォトニクス市場の
ニーズに柔軟に対応するパートナーシップ型の企業サポートモデルです。

EVG® ヘテロジニアス・インテグレーション・コンピテンスセンター™
デバイスのヘテロ集積化を実現するイノベーション・インキュベーター
EVGのヘテロジニアス・インテグレーション・コンピテンスセンターは、お
客様がEVGのプロセスソリューションやノウハウを活用することで、システ
ム統合とパッケージング技術の進歩により可能となる新製品や機能強化品
の開発、または拡張アプリケーションを実現できるよう支援することを目的
としています。
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EVGにとって、お客様に満足いた
だくことが何よりも重要だと考えて
います。そのため、各国のお客様や
パートナー企業の期待に最大限に
応えることができるよう、世界中に
広がるカスタマーサポートセンタ
ーとスペアパーツ供給ネットワー
クで、上質のオンデマンドサービ
スを提供するというコミットメント
を実現しています。

卓越した経験と知識を兼ね備えた
私たちのサービスチームは、リモー
ト診断とオンサイトサービスを通
じて、世界中のお客様へ即時に対
応できるよう体制を整えています。

オーストリアのEVG本社にあるEVGアカデミーは、800平方メートルの広さを誇るトレーニング専用施設で、EVG装置全機種に加え、EVG独
自に開発した装置制御用CIMフレームワーク・ソフトウェア・プラットフォームに関するあらゆる技術トレーニングを提供します。

業界における知識移転の新たな基準となるこのワールドクラスの施設には、EVG装置を主要な用途ごとに1台ずつ設置した合計8つの個別ト
レーニングエリアと、電気・メカニカルトレーニング専用の4つのクラスルームとワークショップエリアが配置されています。

フロアスペースを拡張したEVGアカデミーには、SmartView® NT3ボンドアライナーを備えたGEMINI® FB全自動ウェーハ接合装置や
BONDSCALE® 全自動フュージョン接合装置といったEVGの全自動型量産プラットフォームなど、トレーニング用に多くの種類の装置を用意
しています。
また、EVGアカデミーで段階的なトレーニングを受講することで、EVG装置の基本修理や保守保全資格を取得できるので、EVGカスタマーサ
ポート部門に問い合わせることなくお客様自身で柔軟に装置メンテナンスを行えるようになります。

カスタマーサポート

EVG Academy

www.EVGroup.com
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